
3D͸Μだ印刷検査装置

New Generation

Pattern  Recognit ion & 

M a c h i n e   I n te l l i g e n ce

SIGMA XSIGMA X



New Generation

新型ηンサーʢRSC7タイϓʣ
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25~30% Ξッϓ
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の      最速εΩϟン及び高信頼性ͷ実現ɻ
の      認識/検査速度 25 ~ 30% Ξッϓɻ(従来機種対比)

 
* SIGMA X Orange : 100cm2/かec @ 10x10ィm

* SIGMA X Blきe : 60cm2/かec @ 10x10ィm

ϦΞϧ3Dイϝーδ

 の      σϡΞϧϨーβーɺ独自ΞϧΰϦζϜʹΑΓɺ認識
 対象ͷ材質ɺ表面ͷ色彩ʹ関係ͳくɺ正確ͳ3DΠϝ 
 ーδΛϓϩϑΝΠϦンάしɺ出力し·すɻ

基板そΓ測定及び検査

の     基板ͷそΓ͸ɺSMT工程ͷ印刷/実装/ ͸Μͩ付けʹɺ大
͖ͳ影響Λ与え·すɻそこͰPARMI͸基板全体ΛεΩϟ
ンしɺ正確ʹ基板そΓΛͱΒえɺ不良Λ判断し·すɻ

高剛性、高信頼性

の    ϦχΞΤンίーμーʹΑΔ制御ɺ振動対策ɺ温度変化対
  策Λ本体高剛性ϑϨーϜ構造ʹΑΓ対応しɺ高精度・ 
  高信頼性認識Λ実現し·すɻ

基板ͷ伸縮状態ΛフΟーυバッΫ

の     基板ϚーΫͱΨーόーσーλΑΓɺ基板ͷ伸縮状態Λ
 算出しɺϑΟーυόッΫし·すɻ

σュΞϧϨーβー ʹよΔ3D測定

の     σϡΞϧϨーβーͷ投影技術ͱ4ϝ
 ΨϐΫηϧͷCMOSΧϝϥɺ高速演 
 算処理ʹΑΓɺ高精度ͷ3DΠϝー 
 δΛ出力し·すɻ

省スペース

の     ηンαーϔッυͷ小型化ɻ
の     優Εͨ面積検査効率性ɻ

0.85m
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簡単ͳϝンςφンス

の     制御基板Λ前面ʹ配置しɺ簡単ΞΫηεɻ
の     電装έーϒϧͷ経路Λ見直しɺΑΓ容易ͳϝンςφン

 ε͕可能ɻ

高精度/高信頼性

の     ϕーεϑϨーϜɺX/Yεςー
 δͷ剛性Λ大幅ʹΞッϓɻ

の     ηンαーϔッυͷ軽量化ɻ
の     振動Λ௿減すΔ事ʹΑΔ高

 精度ɺ高信頼性ͷ実現ɻ

基板搬送速度の向上

の    基板搬送速度 1,000 mm/かec
の     基板搬送γーέンεͷ改良ʹΑΓɺ基板ͷϩーυ / 

 Ξンϩーυ時間Λ大幅ʹ短縮ɻ
の    3~4秒短縮ɻ (従来機種対比)

機種:秒

222 x 274 mm 189 x 173 mm

②

③

④

σュΞϧϨーン対応

の     高速εϧーϓッτͷσϡΞϧϨーン生産ʹ対応し·すɻ
の     従属ίンϕΞʢᶄᶅᶆʣ側ͷ幅調整ʹΑΓɺい͔ͳΔσ

ϡΞϧϨーン生産ʹ΋対応し·すɻ

χューσβΠン

の     洗練さΕͨϚγンσβΠンɻ
の     γンϓϧͳϞχλーίンソーϧɻ

ϦΞϧタイϜでのZ軸制御 

の      基板ͷそΓ状況ʹ合わせͯɺϦΞϧλΠϜͰɺ
 Z軸Λ制御しɺ基板ͷそΓ状態Λ計測し·すɻ 
10mm (± 5mm)ͷ計測͕可能Ͱすɻ

ϦΞϧλΠϜZ軸制御



計数型 SPC

計量型 SPC 不良集中度分析

計数型 SPC そΓάϥϑ

直行率 基板そΓɺ収縮άϥϑ 生産状況 平均分散άϥϑ

計量型 SPC
の    平均 (Average) 管理図ɻ
の    範囲 (Range) 管理図ɻ
の    標準偏差 (Sがandard Deviaがion) 管理図ɻ
の    移動範囲 (Moving Range) 管理図ɻ
の    工程分析άϥϑʹΑΔ工程能力ͱ工程状態Λ表示ɻ

計数型 SPC
の    直行率分析管理図ɻ
の    不良個数ɺ位置ɺ類型ɺ集中度ɺ欠点数確認管理図ɻ
の     高さɺ体積ɺ位置ζϨ程度ɺ不良個数管理図ɺDPMO管理図ɺ
   不良位置確認ɻ
の     高さɺ体積ɺ位置ζϨώετάϥϜɺPCB反Γɺ収縮άϥϑɺ
   Ϟδϡーϧ確認ɻ
の    基板ɺϞσϧ別収率統計管理図

SPIworksPro (検査プϩάϥϜ)

の    ϦΞϧλΠϜʹ検査結果Λ表示しɺ分析すΔ事ʹΑΓɺ安定しͨ印刷
  品質ͷ確保͕Ͱ͖·すɻ

の     υーΩンά΢Οンυ΢方式Λ採用しɺ作業者毎ʹɺ最適ͳ画面表示Λ
 設定しɺΦϖϨーγϣンすΔ事͕可能Ͱすɻ

DefectAnalyzerPro (不良分析)

の    時間ɺ日付ɺϞσϧ別ͷ不良分析ɻ
の    όーίーυɺ作業者IDɺ不良項目別ͷ検索ͱτϨーε͕可能ɻ
の    Χϥー表示Ͱɺ不良状況͕一瞬Ͱ判別可能ɻ
の    3DΠϝーδɺ不良項目別ͷ位置保存͕可能ɻ

SPCworksPro (統計的工程分析)

の      総合的ͳ分析ソϑτʹΑΓɺεΫϦーンϓϦンλーͷ状態Λ迅速ʹ分析しɺ工程改善͕可能Ͱすɻ
   ·ͨɺLANʹΑΔネッτワーΫ͔Βͷσーλ収集΋可能Ͱすɻ

RMCworks (ϦϞーτマγン・コンτϩーϧ)

の     離Εͨ場所ͷPCΑΓɺϝΠンϓϩάϥϜͷ実行ɺ管理ɺ制御͕可能Ͱすɻ
の     決ΊΒΕͨ管理者ʹΑΔɺ安定しͨ品質生産͕可能Ͱすɻ

3D͸Μだ印刷検査装置



プϦンターυΫターʢPrinter Doctorʣ
不良発生時ʹɺ印刷工程ͷ自動診断Λしɺ推定原因Λ表示し·すɻ

の     特許出願中ͷ最新技術ɻ
の     ϦΞϧλΠϜͰɺ印刷状況Λ分析ɻ
の     不良状態ͷ表示ɻ
の     印刷工程ͷ推定原因ɺ予防方法ͷ通知ɻ
の     優ΕͨϢーβーΠンλϑΣーεɻ

不良原因ΛϞχλϦンά

わ͔Γやすく
表示

νΣッΫ欄

の    対応ϝーΧー :  MPM, DEK, EKRA, SAMSUNG Tec, PDT, ESE, SJ Inno Tech, IT, 
 ERSA, Panaかonic, GKG

の    対応ϝーΧー : Panaかonic

品質ソϦϡーγϣン連携機能ɻ

前工程 後工程

フΟーυバッΫ・γスςϜ 
(Closed Loop Feedback System)

フΟーυ・フォワーυ・γスςϜ
  (Closed Loop Feed forward Systemʣ

͸Μͩͱύッυͷ位置ζϨ情報Λ印刷機ʹϑΟーυόッΫɻ ͸Μͩͱύッυͷ位置ζϨ情報ΛϚ΢ンλーʹϑΟーυϑΥワーυɻ

印刷品質ͷ安定ɻ ηϧϑΞϥΠϝンτΛ利用しͨ新工法

3D͸Μだ印刷検査装置

前後工程とͷ連携機能ʢReal Time Closed Loop Systemʣ



PARMI CO., LTD
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TEL : +86-769-8150-1199
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TEL : +1-508-485-8120 

PARMI Europe Gmbh (Germany)
Lohかがr. 28 D-85445 Oberding
TEL  :  +49 8122 88071 0

SIGMA X シリーズ仕様

機種
SIGMA X Standard SIGMA X Large

SIGMA X Dual SIGMA X XLarge
SIGMA X Blue SIGMA X Orange SIGMA X Blue SIGMA X Orange

ηンサーϔッυ (RSC VII 3D Sensor Camera)

ηンαー σϡΞϧ・Ϩーβー

ΧϝϥγεςϜ C-MOSηンαーʢ4MϐΫηϧʣ

εΩϟンεϐーυ (かq.cm/かec) 60 100 60 100 100 100

＊X-Y分解能 (µm) 10 x 10

ϏーϜ幅 (mm) 32

高さ分解能 (ィm) 0.1

͸Μͩ種類 すべͯʢ鉛ɺ鉛ϑϦーʣ

PWB種類 すべͯͷ色ɺύッυ

X-Y-Z制御 ηンαーϔッυ可動領域：X-Y-Z

精度

繰Γ返し高さ 3 Sigma < 1 ィm,   on a cerがificaがion がargeが

繰Γ返し面積 3 Sigma < 1%,  on a cerがificaがion がargeが

繰Γ返し体積 3 Sigma < 1%,  on a cerがificaがion がargeが

高さ精度 (ィm) 2 ィm,  on a cerがificaがion がargeが

ήーδ R&R << 10 %

測定

＊測定内容 高さ、面積、体積、位置ζϨ 、ϒϦッδ、形状異常、基板そり、基板収縮

基板そΓ ±5 mm (2%)

最小ύッυαΠζ (ィm) 100 x 100

最大ύッυαΠζ (mm) 20 x 20

最小ϖーετϐッν (ィm) 80

最大ϖーετ高さ (ィm) 1,000

対象基板仕様

最小基板αΠζ (mm) 50 x 50

＊最大基板サイζ (mm)
480 x 350

(3バッϑΝコンϕΞʢオϓγョン) : 350 x 350
580 x 510 430 x 320                                  810 x 610

基板厚Έ (mm) 0.4 ~ 5.0 0.4 ~ 5.0 0.4 ~ 5.0 0.4 ~ 10.0

最大基板重量 (kg) 2 4 2 10

上面/下面 基板ΈΈ (mm / mm) 2.5 / 3.0 2.5 / 3.0 2.5 / 4.0 2.5 / 5.0

基板下面ΫϦΞϥンε (mm) 30 30 30 50

装置

装置寸法 (W x D x H) (mm)
Sがandard : 850 x 1,205 x 1,510

(3όッϑΝίンϕΞʢΦϓγϣン) : 1,210 x 1,205 x 1,510)
950 x 1,365 x 1,510 850 x 1,580 x 1,510 1,310 x 1,540 x 1,525

装置重量 (kg) 750 900 950 1,100

搬送高さ (mm) 860 - 980 860 - 980 860 - 980 850 - 970

搬送εϐーυ (mm/かec) 300 ~ 1,000 300 ~ 1,000 300 ~ 1,000 300 ~ 500

基板流Ε方向 左 > 右 ΋しく͸ 右 > 左 (工場出荷時ʹ指定)

基板幅調整 自動

コンϐュータ及び制御機器

CPU I5 4570,  RAM 16GB I5 4570, RAM 32 GB I5 4570, RAM 32 GB I5 4570, RAM 32 GB

ΦϖϨーγϣンγεςϜ MS-Window 7 64biが

Ϟχλ 20" LCD 

CEϚーΩンά 対応済Έ

電源・ΤΞー AC 220V,  5 Kgf/かq.cm

ソϑτ΢ΣΞγεテϜ

検査ϓϩάϥϜ SPIworkかPro

ΦϑϥΠン・ςΟーνンά EPM-SPI

統計的工程分析 & 工程ϞχλϦンά SPCworkかPro

ϦϞーτϚγン・ίンτϩーϧ RMCworkか

不良分析 AnalyzerPro

γεςϜ診断 SPImanager

オϓγョン

超音波ηンαー 超音波ηンαーʹΑΔ基板検出

固定式όーίーυγεςϜ 上面/下面 認識 (入Γ口ίンϕΞ 150mm 延長) / 1D ΋しく͸ 1D+2D

ηンαーϔッυ式όーίーυγεςϜ 上面認識 (1D+2D)

όッΫΞッϓ・ϓϨーτ όッΫΞッϓ・ϓϨーτ / όッΫΞッϓ・ϐン (下面ΫϦΞϥンε 25 mm)

UPS PC 電源保持時間 (໿7~8 分ɻ)

HDD RAID シεςϜ HDD ϛϥーϦンά・γεςϜ

の 本Χλϩάʹ収録さΕͨ資源ͱ製品使用͸品質工場ͷͨΊ予告無しʹ変更さΕΔこͱ͕有Γ·すɻ


